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【手続補正書】
【提出日】平成27年12月7日(2015.12.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　このようにして、金属板１０の上面側に、中央部に部品接続用パッドＰ１を備え、中央
部の周囲に外部接続用パッドＰ２を備えた複数の配線層２０を形成する。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６２】
　以上により、実施形態の電子部品装置１が得られる。図１３に示すように、本実施形態
の電子部品装置１は、下面が大気に露出した状態の配線層２０を備えている。配線層２０
は、中央部に部品接続用パッドＰ１を備え、中央部の周囲に外部接続用パッドＰ２を備え
ている。部品接続用パッドＰ１は引き出し配線部Ｗを介して外部接続用パッドＰ２に接続
されている。複数の配線層２０の間の領域には永久レジスト層１２が配置されている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８５】
　また、図１８に示す第２変形例の電子部品装置１ｂのように、封止樹脂５０、半導体素
子４０及び枠部材３０を削ることにより、半導体素子４０の背面を露出させてもよい。こ
れにより、電子部品装置１ｂの厚みを薄くすることができる。例えば、半導体素子４０の
厚みが５０μｍ～３０μｍになるように加工される。
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